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二、说明、目录、图表目录

       全球半导体封装测试业整体随着全球半导体产业景气呈现增长态势，市场需求不减，大陆

半 导体封测产业有望最先受益。在《国家集成电路产业发展纲要》发布之后，国家加快了集

成电路产业的布局，封装测试作 为集成电路产业链后端关键环节也获得了快速发展，根据《

中国半导体封装产业现状与展望》 报告显示，2016 年我国 IC 封测市场规模达到 1523 亿元，

大陆半导体封测产业已经处于全球领先地位。2014-2018 年全球半导体封测业市场规模（亿美

元）       智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国IC封测市场现状调查与前景趋势研究报告

》共十四章。首先介绍了中国IC封测行业市场发展环境、IC封测整体运行态势等，接着分析

了中国IC封测行业市场运行的现状，然后介绍了IC封测市场竞争格局。随后，报告对IC封测

做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国IC封测行业发展趋势与投资预测。您若想对IC

封测产业有个系统的了解或者想投资中国IC封测行业，本报告是您不可或缺的重要工具。       

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据

库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场

调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主

要来自于各类市场监测数据库。
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第三章 我国IC封测所属行业运行分析

3.1 我国IC封测行业发展状况分析

3.1.1 我国IC封测行业发展阶段

3.1.2 我国IC封测行业发展总体概况

3.1.3 我国IC封测行业发展特点分析

3.2 2011-2019年IC封测行业发展现状

3.2.1 2011-2019年我国IC封测行业市场规模



3.2.2 2011-2019年我国IC封测行业发展分析

3.2.3 2011-2019年中国IC封测企业发展分析2019年中国大陆十大IC设计企业     

1   

海思半导体   

海思半导体成立于2004年10月，总部位于深圳，在北京、上海、美国硅谷和瑞典设有设计分

部。前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。       

2   

豪威科技   

北京豪威是一家注册于北京的有限责任公司(中外合资)。北京豪威的主营业务通过美国豪威

开展。美国豪威原为美国纳斯达克上市公司，于2016年初完成私有化并成为北京豪威的全资

子公司。       

3   

紫光展锐   

紫光集团于2013年收购展讯通信，2014年收购锐迪科，并于2016年将两者整合为紫光展锐。整

合后的紫光展锐致力于移动通信和物联网领域的2G/3G/4G移动通信基带芯片、射频芯片、物

联网芯片、电视芯片、图像传感器芯片等核心技术的自主研发。目前在全球设有16个技术研

发中心及7个客户支持中心。       

4   

深圳中兴微电子   

中兴微电子由中兴通讯全资控股，其前身是中兴通讯于1996年成立的IC设计部，如今规模已

跻身全国IC设计行业前列。       

5   

华大半导体   

华大半导体是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)整合旗下集成电路企业而组建的专业子

集团。旗下有三家上市公司，总资产规模超过100亿。2014年5月8日在上海成立，专业从事集

成电路设计及相关解决方案。       

6   

北京智芯微   

智芯微成立于2010年，以&ldquo;用芯让工业更智能&rdquo;为使命，致力于成为以智能芯片为

核心的整体解决方案提供商，是国家高新技术企业，国家规划布局内重点集成电路设计企业

，连续五年被评为&ldquo;中国十大集成电路设计企业&rdquo;，国家电网公司&ldquo;国网

芯&rdquo;产业发展的使命担当者。       



7   

汇顶科技   

汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，目前主要面向智能移

动终端市场提供领先的人机交互和生物识别解决方案，是安卓阵营全球指纹识别方案优秀供

应商。与华为、OPPO、vivo、小米、中兴、魅族等知名品牌都有合作。       

8   

芯成半导体   

芯成半导体有限公司(ISSI)1988年成立，专门设计、开发、销售高性能存储半导体产品，用

于Internet存储器件、网络设备、远程通讯和移动通讯设备、计算机外设等。       

9   

敦泰电子   

敦泰电子于2005年成立，快速发展成为全球领先的人机界面解决方案提供商，致力于为移动

电子设备提供极具竞争力的2D/3D触控方案、显示驱动方案、触控显示整合单芯片方案(IDC)

、指纹识别方案，销售网络遍布全球，年出货量逾6亿颗，触控芯片出货量连续多年领先业界

。       

10   

兆易创新   

兆易创新成立于2005年4月，是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。公司致力于各类存

储器、控制器及周边产品的芯片设计研发。   
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